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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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LeitOn berät bei komplexen Projekten persönlich – von 
der Idee bis zum fertigen Produkt. Wenn Sie wissen, was 
Sie brauchen: einfach und bequem online Leiterplatten-
Hochtechnologie kalkulieren: Semiflex, Impedanzen, 
Aluminiumträger- und Aluminiumkern-Leiterplatten, 
Dickkupferplatinen, Rogers-Hochfrequenz-Leiterplatten, 
Flexplatinen und mittlere Serien – natürlich auch 
einfacher Standard FR4 – vieles auch ab 12-Stunden-
Express. Der neueste Service: eine umfangreiche Ba-
sismaterial-Datenbank mit Suchen und Filtern online auf 

www.leiton.de
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